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3-1452688-6 A CuSn4      OVER

3-1452688-5 A CuSn4      OVER

3-1452688-2 A CuSn4      OVER

3-1452688-1 A CuSn4      OVER

2-1452688-1 A CuSn4      OVER

1-1452688-4 A CuSn4      OVER

1-1452688-3 A CuSn4      OVER

1-1452688-2 A CuSn4      OVER
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Notes:
Bemerkungen:
 
1,27-2.54µm Ni OVER THE COMPLETE LENGH
1,27-2,54µm Ni ueber die gesamte Laenge
 
2-3µm Sn
 
0,8-1,8µm Sn
 
Sn
 
Min. 0,8µm Au
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIMENSION OF LOOSE PIESE
Mass fuer Einzelteil
 
TO BE REELED ON PANCAKE REEL WITH INTERLEAVING PAPER
Pappspulen mit Zwischenlagenpapier
 
TO BE REELED ON PLASTIC REEL WITH INTERLEAVING PAPER
Kuststoffspulen mit Zwischenlagenpapier
 
3-5µm Ag
 
TO BE REELED ON HARD FIBER REEL WITH INTERLEAVING PAPER
Hartfaserspulen mit Zwischenlagenpapier
 
PUNCH MARK, BOTH SIDES 
Koernerpunkt, beidseitig DIRECTION OFF TOP OF REEL

1-1452688-2
1-1452688-3
1-1452688-4
2-1452688-1
3-1452688-1
3-1452688-2

PLATED THROUGH HOLE SPECIFICATION
Spezifikation furr durchplatierte Bohrungen

Cu THICKNESS
Kupferschichtdicke

25-50 µm

Sn THICKNESS
Zinn-Schichtdicke

4-15 µm

DRILLED HOLE �n�1.5 �#�0.025
Bohrungs-�n� 1,5 �#�0,025

FINISHED HOLE  �n�1,29 +0.15
Platierter Loch-�n� 1,29 +0,15

n. ISO 8015
n. ISO 2768-  mH  -E

AA
PCB

PCB LAYOUT
LEITERPLATTEN-LAYOUT

8 9 11

Ueberstand
MIN. 50µm
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